
东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 

（2024 年 9 月 4 日业绩说明会） 

证券代码：东芯股份                                  证券简称：688110 

投资者关系活

动类别 

 

 特定对象调研        □ 分析师会议 

□ 媒体采访            ☑ 业绩说明会 

□ 新闻发布会           路演活动 

 现场参观            电话会议 

其他（）  

参与单位名称 通过线上方式参与公司 2024 年半季度业绩说明会的投资者 

活动时间 2024 年 9 月 4 日（周三）10:00-11:00 

活动地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 

上市公司接待

人员姓名 

蒋学明先生（董事长） 

谢莺霞女士（董事、总经理） 

蒋雨舟女士（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监（代行职务）） 

陈丽萍女士（独立董事） 

投资者关系活

动主要内容 

介绍 

2024 年 9 月 4 日 10:00-11:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网

址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明会。公

司管理层与投资者进行了线上交流，具体情况如下： 

 

1、公司研发投入增长明显，主要投入哪些方面？ 

答：2024 年上半年，公司研发费用 1.06 亿元，同比增加 26.31%，占当

期营业收入 39.72%。公司一方面坚持独立自主研发，在中小容量存储芯

片领域继续保持高水平研发投入，不断丰富产品线，推进产品制程迭代，

提高产品可靠性水平。另一方面积极扩充研发团队从事 Wi-Fi 7 芯片的

研发设计。 

 

2、公司各类新产品的研发进度目前是什么进展？ 

答：公司针对各类主营存储产品不断进行产品更新迭代工作，产品主要

面向网络通信、监控安防、汽车、工业等行业市场及中高端消费类市场。

报告期内，公司基于 2xnm 制程，持续进行 SLC NAND Flash 产品系列

的研发，不断扩充产品线。公司坚持技术创新，努力推进公司产品制程

的进一步升级，公司先进制程的 1xnm SLC NAND Flash 产品的研发工作

已取得阶段性进展，产品已达成部分关键指标，为确保产品质量与性能

稳定，目前正持续进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作。公司基于

48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-1Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研



发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和

性价比的合理匹配。随着公司 NOR Flash 产品持续迭代升级，产品品类

不断丰富，将为可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子等领域的客

户提供多样化、高可靠性的产品选择。目前公司的 DRAM 产品包括

DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、PSRAM，以及正在进行客户送样及市场

推广的 LPDDR4x。公司将继续在 DRAM 领域进行新产品的研发设计，

助力公司产品多样性发展。公司目前已可以向客户提供高至 8Gb+8Gb、

16Gb+16Gb 的 MCP 产品，主要应用于车载模块等应用领域。公司将继

续开发更高容量组合的 MCP 产品，以便为客户提供更多样化的产品选

择。此外，公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术

探索，组建了一只经验丰富的研发团队从事 Wi-Fi 7 无线通信芯片的设

计研发，目前产品尚在研发阶段。 

 

3、公司 2024 有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？ 

答：2024 年公司将坚持以存储业务为核心，从多方面进行产业链上下游

的整合工作，尽可能多的在客户端导入公司更多产品，凭借多年来在行

业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司

产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，

拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方

案，提升营收体量，分摊周期风险。公司将继续聚焦高附加值产品，顺

应汽车产业在智能网联功能的布局，大力发展在工艺技术、使用环境、

抗振能力、可靠性等方面比消费级、工业级存储芯片要求更高的车规级

存储芯片，实现车规级闪存产品的产业化目标。 

 

4、看到公司对 wifi7 和图像渲染 GPU 业务都在积极布局，公司是出于

怎样的考虑？ 

答：公司是一家聚焦存储芯片设计研发的 Fabless 设计企业。近年来，为

应对存储行业的周期性波动，提升公司产品品类，公司希望从多方面进

行产业链上下游的整合工作，尽可能多的在客户端导入公司更多产品，

凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，

以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业

应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案，提升

公司盈利能力。在 WIFI 7 领域，公司新设立了子公司亿芯通感，研发团

队成员拥有国际或国内的一线通信芯片大厂的研发经验。在 GPU 领域，

公司对外投资了上海砺算，它是一家致力于研发多层次（可扩展）图形

渲染的芯片设计企业，具备成建制的研发团队，产品研发已处于流片前

的准备阶段。以上业务布局，与公司的主营业务具有一定的协同性，有

助于提升公司整体研发实力和核心竞争力。 

 

5、蒋总好，请问今年下半年行业景气度怎么看？公司未来一年的增长点

主要在哪一块业务？ 

答：2024 年上半年随着行业库存调整接近尾声、终端产品需求正在逐渐

回暖。在车用、高性能计算（HPC）和物联网 AIoT 等长期需求的支持

下，半导体市场正在恢复增长轨迹。公司产品需求和价格随着行业的逐



步回暖也在逐步进入上升通道。我们看到公司主营业务产品需求逐步回

升，产品销售价格开始企稳向上，但价格仍未恢复到去年同期水平。下

半年网通市场主要是运营商市场，运营商的招标今年是比较积极的，品

类从原来的 PON、GPON，到新增的 FTTR，对我们来说是增量市场。

我们会继续做好市场跟进，关注重点客户的需求和订单。可穿戴市场方

面，我们目前看到客户在穿戴式耳机、智能手环方面的容量需求和单价

方面都是有提升的。未来的公司还是会坚持以存储为核心业务，通过制

程更新和产品迭代，积极满足客户需求，提升公司产品的核心竞争力。 

 

6、公司对利基型的存储产品下半年的需求如何展望？ 

答：利基型存储产品受到供求关系的影响，随着需求的逐步回暖，产品

价格也会逐步修复。我们看到下半年网通板块订单能见度高，监控安防

下半年基本与上半年持平，消费电子、工控车规需求目前较为平稳，整

体行业需求正在逐步修复的过程中。 

 

7、公司对砺算科技的投资有什么最新进展？双方在研发合作方面有哪些

工作计划？ 

答：根据公司近期发布的公告，公司拟通过自有资金人民币 20,000 万元

向砺算科技（上海）有限公司增资，认购其新增注册资本 500 万元。未

来公司的研发团队将基于自身 DRAM 产品的研发经验，持续投入研发力

量进行新产品的开发和专利布局。东芯的 DRAM 设计团队可以与砺算公

司的图形渲染芯片设计团队进行技术的交流与合作，以促进双方设计能

力的提升。双方可以通过协同设计，通过软硬件适配、工艺优化等合作

方式，促进双方产品在性能、功耗等方面进行优化和提升。双方也可以

结合各自领域的研发能力，为客户提供定制化产品的开发服务，提升公

司的核心竞争力。公司将根据对外投资事项的后续进展，按照《上海证

券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，积极履行相关信息披露义

务。 

日期 2024年 9月 4日 

 
 


